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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROGRAMMABLE CONTROLLERS -

Part 9: Single-drop digital communication interface
for small sensors and actuators (SDCI)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61131-9 has been prepared by subcommittee 65B: Measurement and control devices, of
IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation. It is an
International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2013. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) requirements for Port Class B have been refined;

b) best practice patterns for Data Storage (backup of Device parameters) and Device reset
functions have been introduced;

c) a new Standardized Master Interface (SMI) for PLC, IT, and an engineering tool access
have been added.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

65B/1218/FDIS 65B/1219/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

A list of all parts in the IEC 61131 series, published under the general title Programmable
controllers, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT - The "colour inside™ logo on the cover page of this document indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding
of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.
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INTRODUCTION

0.1 General

IEC 61131-9 is part of a series of standards on programmable controllers and the associated
peripherals and should be read in conjunction with the other parts of the series.

Where a conflict exists between this and other IEC standards (except basic safety standards),
the provisions of this document should be considered to govern in the area of programmable
controllers and their associated peripherals.

The increased use of micro-controllers embedded in low-cost sensors and actuators has
provided opportunities for adding diagnosis and configuration data to support increasing
application requirements.

The driving force for the SDCI (I0-Link™ 1) technology is the need of these low-cost sensors
and actuators to exchange this diagnosis and configuration data with a controller (PC or PLC)
using a low-cost, digital communication technology while maintaining backward compatibility
with the current DI/DO signals.

In fieldbus concepts, the SDCI technology defines a generic interface for connecting sensors
and actuators to a Master unit, which can be combined with gateway capabilities to become a
fieldbus remote 1/O node.

Any SDCI compliant Device can be attached to any available interface Port of the Master. SDCI
compliant Devices perform physical to digital conversion in the Device, and then communicate
the result directly in a standard format using "coded switching" of the 24 V I/O signalling line,
thus removing the need for different DI, DO, Al, AO modules and a variety of cables.

Physical topology is point-to-point from each Device to the Master using three wires over
distances up to 20 m. The SDCI physical interface is backward compatible with the usual
24 V 1/0 signalling specified in IEC 61131-2. Transmission rates of 4,8 kbit/s, 38,4 kbit/s and
230,4 kbit/s are supported.

The Master of the SDCI interface detects, identifies, and manages Devices plugged into its
Ports.

Tools allow the association of Devices with their corresponding electronic I/O Device Des-
criptions (I0DD) and their subsequent configuration to match the application requirements.

The SDCI technology specifies three different levels of diagnostic capabilities: for immediate
response by automated needs during the production phase, for medium term response by
operator intervention, or for longer term commissioning and maintenance via extended
diagnosis information.

The structure of this document is described in 4.8.

Conformity with IEC 61131-9 cannot be claimed unless the requirements of Annex H are met.

T 1O-Link™ is a trade name of the "lO-Link Community". This information is given for the convenience of users of

this document and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products.
Compliance with this document does not require use of the registered logos for 10-Link™. Use of the registered
logos for 10-Link™ requires permission of the "IO-Link Community".
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Terms of general use are defined in IEC 61131-1 or in the IEC 60050 series [1]2. More specific
terms are defined in this document.

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed
that compliance with this document may involve the use of a patent. IEC takes no position
concerning the evidence, validity, and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured IEC that s/he is willing to negotiate licences under
reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world.
In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information
may be obtained from the patent database available at http://patents.iec.ch.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the
subject of patent rights other than those in the patent database. IEC shall not be held
responsible for identifying any or all such patent rights.

2 Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
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PROGRAMMABLE CONTROLLERS -

Part 9: Single-drop digital communication interface
for small sensors and actuators (SDCI)

1 Scope

This part of IEC 61131 specifies a single-drop digital communication interface technology for
small sensors and actuators SDCI (commonly known as 10-Link™3), which extends the
traditional digital input and digital output interfaces as defined in IEC 61131-2 towards a point-
to-point communication link for the exchange of complex data in both directions. This techno-
logy also enables the transfer of parameters to Devices and the delivery of identification and
diagnostic information from the Devices to the automation system.

This technology is mainly intended for use with simple sensors and actuators in factory
automation, which include small and cost-effective microcontrollers.

This document specifies the SDCI communication services and protocol (physical layer, data
link layer and application layer in accordance with the ISO/OSI reference model) for both SDCI
Masters and Devices.

This document also includes EMC test requirements.

This document does not cover communication interfaces or systems incorporating multiple point
or multiple drop linkages, or integration of SDCI into higher level systems such as fieldbuses.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60664 (all parts), Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems

IEC 60947-5-2, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit devices and
switching elements — Proximity switches

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement
techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3 : Testing and measurement
techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement
techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

3 |O-Link™ is a trade name of the "lO-Link Community". This information is given for the convenience of users of

this document and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products.
Compliance with this document does not require use of the registered logos for 10-Link™. Use of the registered
logos for 10-Link™ requires permission of the "IO-Link Community".
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IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement
techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement
techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-11, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for
equipment with input current up to 16 A per phase

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity
standard for industrial environments

IEC 61000-6-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission
standard for industrial environments

IEC 61076-2-101, Connectors for electronic equipment — Product requirements — Part 2-101:
Circular connectors — Detail specification for M12 connectors with screw-locking

IEC 61010-2-201, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 2-201: Particular requirements for control equipment

IEC 61131-1, Programmable controllers — Part 1: General information

IEC 61131-2, Industrial-process measurement and control — Programmable controllers — Part 2:
Equipment requirements and tests


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp

- 330 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

SOMMAIRE

AV AN TP RO P O S ... e e et 349
INTRODU CT ION L.t ettt et e e e e et et et e e et e e e e e eneenaeanas 351
0.1 GBNBIAlItES e et 351
0.2 Déclaration de propriGte.........ooiiiiiiii i 352

1 Domaine d’appliCation ... 353
2 RETErENCES NOMMALIVES .. et e e e e e 353
3  Termes, définitions, symboles, termes abrégés et conventions.................cccoeeiinnnn. 354
3.1 Termes et définitioNs ..., 354
3.2 Symboles et termes abréges . ..o 359
3.3 CONV BN ONS ... e e e 361
3.3.1 LT T=T = 111 =3P 361
3.3.2 Parametres de SerVIiCe ... i 361
3.3.3 Procédures de SEIVICES ....ouiuiiii i 362
3.3.4 AHIIDULS dE SEIVICE ..o 362
3.3.5 U S e 363
3.3.6 TADIEAUX . 363
3.3.7 Ordre de transmission des OCtets .......ooiiiiiiiiiii i, 363
3.3.8 Descriptifs comportementauX...........ccoiiiiiii 363

4 Vue d’ensemble de l'interface SDCI (I0-Link™) ... ... 365
4.1 Objectif de 1a teChNOIOGie.......ooniiei e 365
4.2 Positionnement dans la hiérarchie de 'automatisation ........................l 365
4.3 Céablage, connecteurs et alimentation ... 366
4.4 Fonctionnalités de communication de l'interface SDCI ............cooiiiiiiiiiinenne. 367
4.5 ROIE d'UN MaATIre ..o e e 369
4.6 Configuration SDCI ... ..o 370
4.7 Mise en correspondance avec les bus de terrain............cooooiiiiii 370
4.8 SErUCtUre de 12 NOIMIE ..iuiii e 370

5 CoUChE PhySiQUE (PL) .. e e e 371
5.1 LT T=T = 1 1] =P 371
5.1.1 Principes de base ... 371
5.1.2 TOPOIOGIE et 372

5.2 Services de Couche PhyYSIQUE.......c.iiiiiiii e 372
5.21 VUue A’ eNSEMDBIE ... .. 372
5.2.2 SErVICES A8 PL oo 373

5.3 EMEttEUI/RECEPIOU ... .eeee e 375
5.3.1 Meéthode de desSCription ..o 375
5.3.2 EXIgEeNCEs GleCtiQUES ... 375
5.3.3 EXigences temporelles . ... ... 381

5.4 Al N At ON .. s 386
5.4.1 Options d'alimentation ... 386
5.4.2 Classe A ACCES B....oiiiiiie e 386
5.4.3 Exigences de mise SOUS tENSION .. ..ottt 387

5.5 1T 0] o T o 387
5.5.1 (0701 0 aT=Tox (=T U1 =3P 387
5.5.2 L0221 o1 =T YT 389

6  Entrées et sorties Nnormalis€es (S1O) ..o 390



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 331 -

7  Couche de liaison de données (DL) ..o 390
7.1 GBNBIAlItES o et 390
7.2 Services de la couche liaison de dONNEes.........ccoiiiiiiiiiiiii e, 392

7.2.1 Services de la section B de couche DL ..., 392
7.2.2 Services de la section Ade couche DL ..., 403
7.3 Protocole de la couche liaison de données ......... .o 407
7.3.1 VUue d'enSemMDbBIe .. ... 407
7.3.2 Module de traitement de mode DL ........cooiviiiiii 408
7.3.3 Module de traitement des MeSSages . ... v 418
7.3.4 Module de traitement des Données de Processus.........ccocvevvveiiiiiiiinenennen. 427
7.3.5 Module de traitement de Données ala Demande.............cocoeiiiiiiiiiiiinnnnen. 431
7.3.6 Module de traitement des ISDU ... 434
7.3.7 Module de traitement des commandes..........ccoooiiiiiiiiiiiii 439
7.3.8 Module de traitement d'EVENEMENtS ........ccoiiiiieeee e 441

8  Couche d'appliCation (AL) ... 445
8.1 GBNBIAlItES e et 445
8.2 Services de la Couche d'Application ..........coiiiiiiiii 446

8.2.1 Services AL au sein du Maitre et du Dispositif...........ooooii 446
8.2.2 SEIVICES A AL et 447
8.3 Protocole de couche d'application ... 455
8.3.1 VUE A’ 8NSEMDIE ..o 455
8.3.2 Transfert de Données alaDemande.........ccoooiiiiiiiiiiici e, 455
8.3.3 Traitement des EVENEMENES ........ooiiee e 461
8.3.4 Cycles de DoONNEEs de ProCESSUS .....uuiiiiiiie e 464

9 Gestion SYStEME (SM) .. e 465
9.1 LT T=T = 1 1] = PPN 465
9.2 Gestion Systéme du Maltre .. ... 465

9.2.1 VUE A’ 8NSEMDIE ..oe e 465
9.2.2 Services SM du Maltre ... 468
9.2.3 Protocole SM du Maltre ..o 472
9.3 Gestion Systéme du Dispositif ......c..iieiiiiii 481
9.3.1 VUue A’ eNSEMDBIE ... .. 481
9.3.2 Services SM du Dispositif......c.oooiiiiiii 483
9.3.3 Protocole SM du Dispositif..... .o 489

(O D 117 o To 1= 1 1 PP 496
O B Y oY= o] PPN 496
10.2 Echange de Données de Processus (PDE) .......cooouuiiieioeeeeeeeieee e, 497
10.3 Gestionnaire de Parametres (PM) ... ... 497

10.3.1 LT =T =111 =3P 497
10.3.2 Diagramme d’états du Gestionnaire de Paramétres ..............coooiiiiiinin. 498
10.3.3 Parameétre dynamiqUe. ..o 500
10.3.4 Parametre UNIQUE ... 500
10.3.5 Parametre de bIOC .......ouini 502
10.3.6 Accés concurrent au parametrage ........ooeieiiiiiiii e 505
10.3.7 Traitement des COMMANAES ..o 505
10.4 Stockage des DONNEES (DS) ..iuuiiiiiiiii i 506
10.4.1 LT T=T = 111 =3P 506

10.4.2 Diagramme d’états du Stockage des Données.................ccoooiiiiiiiiiinnnnn. 506



- 332 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

10.4.3 Configuration du DS .. .. 509
10.4.4 Espace mémoire du DS ... 509
10.4.5 IndeX_List de DS ..o 509
10.4.6 Disponibilité des parametres de DS........c.oiiiiiiiiiii e 509
10.4.7 DS SANS ISDU ..oiiiiiiiiii e 509
10.4.8 Indication de modification de parametres de DS ..........ccooiiiiiiiii i, 509
10.5 Répartiteur d'EVENemMents (ED)..........ccouireiiuie oo, 509
10.6  Fonctionnalités de DisposSitif .......ccciiniiiiii 510
10.6.1 GNETAlITES ot 510
10.6.2 Rétrocompatibilité d'un Dispositif.........c.ooii i 510
10.6.3 Compatibilité de versions du protocole ..........ccoooviiiiiiiiiii e, 510
10.6.4 Indication visuelle d'état de l'interface SDCI ... 511
10.6.5 Verrouillage de I'AcCés aux parametres .......coovvvveiiiiiiiii e 511
10.6.6 Verrouillage du Stockage des DONNEES ........ovvvviniiiiiiiiiie e, 511
10.6.7 Verrouillage des entrées locales du parameétre ... 511
10.6.8 Verrouillage de l'interface utilisateur............ccooooiiiiiiii e, 511
10.6.9 Décalage temMPOrel.. ... 511
10.6.10 Concept de Stockage des DONNEES ........cceuieiiiiiiiiiiiiie e 512
10.6.11  Parameétre de blOC ... 512
10.7 Options de réinitialisation du Dispositif ....... ..o 512
10.7.1 VU d'eNSemMDbDIE ... 512
10.7.2 Réinitialisation du Dispositif........coooiiii e 513
10.7.3 Réinitialisation de I'application...........ccoiiiii i 514
10.7.4 Restauration des réglages d'uSine .........ooooiiiiiiiiii i 514
10.7.5 Retour @ 18 DOTte .. .. 514
10.8 Regles et contraintes de conception d'un Dispositif.............coooiiiiiiiiiiiie. 515
10.8.1 GNBIAlIES . e it 515
10.8.2 DONNEES B PrOCESSUS .. uuiiii i 515
10.8.3 Perte de communication ... ... 515
10.8.4 Parametre DireCt ... 515
10.8.5 Canal de communication des ISDU..........ooiiiiii e, 515
10.8.6 Régles de DevicelD relatives aux variantes de Dispositifs ........................... 516
10.8.7 Constantes de ProtoCoIE ........couiiiiiiiii 516
10.9 Descriptif de Dispositif d'E/S (IODD) ......couiiiiiie e 517
10.10 Diagnostic d'un Dispositif.......ccoeiiiiii 517
O O O 7 o Vo =Y o £ 517
10.10.2  EVENEMENES ..ooiieiiii et 518
10.10.3  INAIiCAtEUIS VISUEIS ....iiiiii e 519
10.11 Connectivité d'un Dispositif.... ... 520
SR 1Y = Y (= PP PP 520
111 VUue d ensemble .o 520
11.1.1 Positionnement d'un Maitre et des Applications de Passerelle..................... 520
11.1.2 Structure, applications et services d'un Maftre.............oooiiiii i 521
11.1.3 Vue d'objet d'un Maitre et S€S ACCES .....iuieiiniiii i 523
11.2  Services de l'interface normalisée du Maitre (SMI) ........cooiiiiiiiiii, 523
11.2.1 VUE d'eNSEMDIE ... 523
11.2.2 Structure des arguments de service SMl..........cooiiiiiiiiiiiiiii 525
11.2.3 Simultanéité et hiérarchisation des services SMI ... 526
11.2.4 SMI_Masterldentification ...........coooiiiii i 526



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 333 -

11.2.5 SMI_PortConfiguration ..o 528
11.2.6 SMI_ReadbackPortConfiguration ............ccooiiiiiiii e 529
11.2.7 SMI POt S atUS .o 530
11.2.8 SMI DS T OPAISEIV ettt 532
11.2.9 SMI_ParServT oD S ..o e 533
11.2.10  SMI_DEVICEWIITE ..ueeeeie e 535
11.2.11  SMI_DevViCeRead ... ..o 536
11.2.12  SMI_ParamWriteBatCh.........cooiiiii e 537
11.2.13  SMI_ParamReadBatCh.........ccoiiiii 539
11.2.14  SMI_PortPowerOffON ... e 541
11.2.15  SMI_DeVIiCeEVeNt . ... 542
11.2.16 SMI_ PO EVENt L. 543
T1.2.07  SIMI P DN o e 544
T1.2.18  SMI_PDOUL e s 545
11.2.19  SMI_PDINOUL oot 547
11.2.20  SMI_PDINTQ ¢ e 548
11.2.21  SMI_PDOULIQ . .. e 549
11.2.22 SMI_PDReadbackOUutIQ .......ccouiiiiie e 551
11.3  Gestionnaire de configuration (CM)........coiiiiiiiiii 552
11.3.1 Coordination des applications d'un Maftre ..., 552
11.3.2 Diagramme d’états du Gestionnaire de Configuration ................ccoceeeiiinni. 555
11.4 Stockage de Données (DS) ... .o 560
11.4.1 VU d'eNSemMDbDIE ... 560
11.4.2 Objet de donNEes DS. ... i 560
11.4.3 Sauvegarde et restauration............cc.oooiiii i 560
11.4.4 Diagramme d’états DS... ..o 561
11.4.5 Sélection de parameétres pour Stockage des Données ...........coociviiiiiininn. 567
11.5 Echange de Données a la Demande (ODE) .......cccueiiiiiieeeeeeeieee e, 567
11.6  Unité de DIiagnostic (DU) ....ouniiiiiii e 569
11.6.1 GNETAlITES ot 569
11.6.2 Evénements spécifiques au DiSpositif............cccveeeiiiiiieeeiciee e 569
11.6.3 Evénements spécifiques & I"ACCES .........ccveeieiiieee e 569
11.6.4 Etat de diagnostic dyNamiQUe ........c..eviiiiieeeee e 570
11.6.5 Recommandations en matiére de meilleure pratique ..., 570
11.7  Echange de PD (PDE) ......uoiiiiiieeeeeeeeee e, 571
11.7.1 LT =T =Y L1 = 571
11.7.2 Mapping d'entrée de Données de ProCessuUS .........coeeuiiiiiiiiiiiiiiieeieeanen 571
11.7.3 Mapping de sortie de Données de ProCessus ........ccccovvviiiiiiiiiiiiieiiiieeeeen, 573
11.7.4 Etat du qualificatif non valide/valide des Données de Processus ................. 574
12 Vue holistique du Stockage de DONNEES........coviiiiiiii e 575
12.1  Point de vue de l'utilisateur ... ... 575
12.2 Opérations et conditions préalables ..o, 575
12.2.1 Objet et ObJECtIfS .ot 575
12.2.2 Conditions préalables pour I'activation du mécanisme de Stockage de
DO S et 575
12.2.3 Conditions préalables pour les types de Dispositifs a remplacer .................. 575
12.2.4 Conditions préalables pour les jeux de parameétres ..o, 576
T2.3  MiSE BN SOIVIC e it 576

12.3.1 Mise en ServiCe €N lHGNE ......oouiiiii e 576



- 334 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

12.3.2 Mise €n ServiCe hOrs SIte .....c.viu i 576
12.4  Niveaux de SAUVEGArde ..ot 577
12.4.1 L0 o= PPN 577
12.4.2 VU d'eNSemMDbDIE ... 577
12.4.3 Mise en service ("Désactivation").........coiiiiiiiii 578
12.4.4 Production ("Sauvegarde/Restauration™)...........cccoiiiiiiiiiiiiici e 578
12.4.5 Production ("Restauration™) ... 579
12.5  Cas d'UtiliSatiON ..oueii e 580
12.5.1 Remplacement du Dispositif ("Sauvegarde/Restauration")...............c........... 580
12.5.2 Remplacement du Dispositif ("Restauration”)........c..ccoooiiiiii 580
12.5.3 Remplacement du Maltre ... ..o 580
12.5.4 Réplication de projet..... ..o 581
RS T 1 0= | = 14 T o I 581
13.1  Modéle générique de Maitre pour l'intégration systéme...........ccoooviiiiiiinnnn. 581
13.2 ROle des applications passerelles ... 582
13.2.1 L0 112 o £ PPN 582
13.2.2 L00To] o 110 = 1110 o PP 582
(S TR T T Yo U ) (PN 582
13.4 Applications passerelles particuli€res ... 583
13.4.1 Modification de la configuration du Dispositif, y compris le Stockage des
DO S et 583
13.4.2 Serveur de paramétres et contrdle des recettes........ooooiiii 583
13.5 Ouitil de configuration des Acces et Dispositifs (PDCT) ...ccovviiviiiiiiiiiiiiiieieee, 583
13.5.1 ] (=1 (=T o = PP 583
13.5.2 Accés au Maitre par l'intermédiaire de la SMI ... 583
13.5.3 Exemples de présentation de base ..o 584
Annexe A (normative) Codages, contraintes temporelles et erreurs ............cooocoiiiiiiiniinnn. 586
A1 Structure générale et codage de séquences M...........cooviiiiiiiiii i 586
A.1.1 VUE A’ eNSEMDIE ... 586
A.1.2 Commande de séquence M (MC).......couiiiiiiii e 586
A.1.3 Somme de contrdle/Type de séquence M (CKT) ....ovveiiiiiiiiiiiiiie, 587
A.1.4 Données utilisateur (PD 00U OD).....cuoiiiiiiiiie e 587
A.1.5 Somme de controle/état (CKS) ... 588
A.1.6 Calcul de la somme de controle ..o 589
A.2 TYPes de SEQUENCE M ... e 590
A.2.1 VUE A’ eNSEMDIE ... 590
A.2.2 Séquence M de TYPE .o 590
A.2.3 Séquence M de TYPE 1 X i 590
A.2.4 Séquence M de TYPE 2 X i 592
A.2.5 Type de SEQUENCE M 3 ... 594
A.2.6 Utilisation des types de séquence M pour les modes STARTUP,
PREOPERATE €t OPERATE ...coiiii e 594
A.3 Contraintes tEMPOrellesS .......oviii e 596
A.3.1 LT LY =T L1 = PP 596
A.3.2 TeMPS DINAITE ... 596
A.3.3 Retard de transmission de trame UART de Maitre (AcCCes) .......coevvvenevnnnnnn. 597
A.3.4 Retard de transmission de trame UART de Dispositifs ..........cccoeieiiiiani. 597
A.3.5 Temps de réponse de DispositifS........coiiiiiiiiiiiiiii e 597

A.3.6 Temps de SEQUENCE M. ..o 597



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 335 -

A.3.7 DUIMEE A€ CYCI i e 598
A.3.8 BIK=T 0] o ES = U0 I = o Lo = 598
A.3.9 Temps de réCUPEration ... ... 598
A4 Erreurs et mesures COrmeCliVES ... 599
A.4.1 Erreurs d'UAR T .o 599
A.4.2 Erreurs de réactivation ... 599
A.4.3 Erreurs de transmiSSiON . ....cciii i 599
A.4.4 Erreurs de protoCOle ... ..o 600
A.5 Structure générale et codage d'ISDU ..........oiviiiiiiiii e 600
A.5.1 VUue A’ eNSEmMDbBIE ... .. 600
A.5.2 BT T N PP 600
A.5.3 Longueur étendue (ExtLength).... ..o 601
A.5.4 INAEX €F SOUS-INAEX ..ttt e 602
A.5.5 DO S e 602
A.5.6 Vérification des ISDU (CHKPDU) ......couuiiiiiiieieeeeee e 602
A.5.7 EXeMPIES d'ISDU . ... e 603
A.6 Structure générale et codage d'EVENEmMeNnts ............cc.ooovvieiiiiieeeiee e 605
A.6.1 GNETAlITES et 605
A.6.2 StatusCode de type 1 (sans détailS) .......cooviiiiiiiiiii 605
A.6.3 StatusCode de type 2 (avec détailS) ..o 606
A.6.4 EVeNtQUAlITiEr. ..o 607
A.6.5 EVENICOE. . e e 608
Annexe B (normative) Parametres et commandes..........coooiiiiiiiiiiiiiii 609
B.1 Pages 1 et 2 de Parameétres DireCtS........ooviuiiiiiiiiii e 609
B.1.1 VU d'eNSemMDbDIe ... 609
B.1.2 MasterCommaNnd ... ... 611
B.1.3 MasterCycleTime et MinCycCleTime ........oouiiiiiiiee e 611
B.1.4 Capacité de séquence M ... 612
B.1.5 REVISIONID (RID) .. ittt e e e e e e et e et aeen e 613
B.1.6 ProcessDataln . ... 613
B.1.7 ProcessDataOut ... 614
B.1.8 AV Z=TaTe [o ] o 1 I Y | P 614
B.1.9 DEVICEID (DID) ittt e e e e e 614
B.1.10 FUNCHONID (FID) ..ttt e e e e et et e et aeeae e 614
B.1.11 SystemMCOMMANG ..o 615
B.1.12 Page 2 de Paramétres Directs spécifiques au Dispositif ..................co. 615
B.2 Parameéetres de Dispositif prédéfinis........ccooooiiiiiiii i 615
B.2.1 VUue A’ eNSEMDBIE ... .. 615
B.2.2 SystemMCOMMANG ..o 618
B.2.3 DataStoragelNdeX .. couu i 619
B.2.4 DeVICEACCESSLOCKS .. ouieii 621
B.2.5 ProfileCharacteriStic ........couiiuiiii e 622
B.2.6 PDINPUID ESCIIPLON .. et 623
B.2.7 PD OULPUID S CIIPION. .. ittt 623
B.2.8 VeNAOINAME ..o e 623
B.2.9 NV BNAOI T EXE e 623
B.2.10 ProdUCtNamME . ... 623
B.2.11 oY 11 o {5 P 623

B.2.12 PrOAUCE T e Xt e 623



- 336 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

B.2.13 SerialNUMDET ..o 623
B.2.14 HardwareReVISION ... 624
B.2.15 FirmwareReVISION ... 624
B.2.16 ApplicatioNSPeCIfiCTag . oc.vvieii e 624
B.2.17 FUNCHONT GG et e 624
B.2.18 oY= 1o ] o 1 - T S 624
B.2.19 ErrOrC OUN T . e 624
B.2.20 DEVICE S ATUS ...t 624
B.2.21 DetailedDeviceStatus ..o 625
B.2.22 ProcessDatalnput ... 626
B.2.23 ProcessDataOQuipul ......ouiii 626
B.2.24 L@ LT =Y i I 4 TP 626
B.2.25 Parametre de profil (FESEIVE) ...t 627
B.2.26 INdeX Pré&ferentiel..... ..o 627
B.2.27 INAEX BLENAU. .. 627
B.2.28 Index spécifique au profil (FESErVe) ........oiuiiiiiii i, 627
Annexe C (normative) ErrorTypes (erreurs d'I1SDU).......ccouiiiiiiiiiiiiiii e 628
C.1 GNEIAlITES . et 628
C.2 ErrorTypes relatifs a I'application ... e 628
C.21 VU d'eNSemMDbDIe ... 628
C.2.2 Erreur d'application du Dispositif — pas de détails...............coooiiii. 629
Cc.2.3 INdeX NON diSPONIDIE.......iuiii e 629
C.24 Sous-index non disponible.. ... 629
C.2.5 Service temporairement non disponible ... 629
C.2.6 Service temporairement non disponible — contrdle local.....................ocoeei. 629
C.2.7 Service temporairement non disponible — contrdle du Dispositif................... 629
C.2.8 ACCES TEIUSE .. e 629
C.2.9 Valeur de paramétre hors limites ... 630
C.2.10 Valeur de paramétre supérieure ala limite..........cooooiiiiiiiii i, 630
c.2.11 Valeur de paramétre inférieure a la limite ..........cc.cooiiiiiiiiii i, 630
C.212 Dépassement de longueur de parametre ..........coooeiiiiiiiiiiiiii e 630
C.2.13 Longueur de parameétre insuffisante............ccoooiiiiiiii 630
C.2.14 Fonction non disponible ... 630
C.2.15 Fonction temporairement indisponible............coooiii 630
C.2.16 Jeu de parameétres Non valide ... ..o 630
C.217 Jeu de parameétres incohérent ... 630
C.2.18  Application NON Pr&te.....c.iiiii e 630
C.2.19 Spécifique au fOUrNISSEUN ... i 631
C.3 ErrorTyPeS EIIVES ..oniiiiiiii et 631
C.31 VUE A’ eNSEMDIE ... 631
C.3.2 Maitre — Erreur de communication ......... ... 631
C.3.3 Maitre — Expiration du délai d'ISDU ..........ccoeiiiiiiii e 631
C.34 Evénement de Dispositif — Erreur d'1SDU.........ccooveiiiiiiieeiceeee e 632
C.3.5 Evénement de Dispositif — Primitive de service ISDU illicite......................... 632
C.3.6 Maitre — Erreur de somme de contréle d'ISDU ... 632
C.3.7 Maitre — Primitive de service ISDU illicite .........ccoovviiiiiiiii 632
C.3.8 Evénement de Dispositif — Débordement de tampon d'ISDU ...............c......... 632
C4 ErrorTypes relatifs @ 1a SMI ... 632
C.41 VU d'eNSemMDbDIE ... 632



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 337 -

C.4.2 ArgBIOCK INCONNU . ...t e 633
C4.3 Type de contenu ArgBIock iNnCOrrect .........oiiuiiiiiii e 633
C44 Dispositif Nne COMMUNIQUE PAS «.uiuiiiiii i 633
C4.5 Y=Y VA To7= N0 o Lo ] o1 o LU P 633
C.4.6 Données de Processus non accessibles ... 633
C4.7 Mémoire iNSUffiSANTe ..o 633
C.4.8 NUMEro d'ACCES INCOMMECT ... .. i e 633
C.4.9 Longueur ArgBIloCK INCOMTECte .. ..cuuieiiiee e 633
C.4.10 =Y o o Yod o1 U] o 1= PP 633
C.4.11 Données DS inCOhErente ... 633
C.4.12 Erreur Dispositif 0U Maltre ... 633
Annexe D (normative) EventCodes (informations de diagnostic) .........cc.ccovviiiiiiiiiiininn, 634
D.1 LT T=T = 1 1] = PPN 634
D.2 EventCodes pour des Dispositifs......oooiiii e 634
D.3 EVENtCodes POUN 185 ACCES . .uuiiiii it 636
Annexe E (normative) Codage des ArgBIlOCKS ... ..o 639
E.1 7= a1 Y11 = PP 639
E.2 Masterldent. ... e 640
E.3 POt CON IgLiSt . et 641
E.4 POt S atUS LISt e e 643
E.5 ON-reqQUEST Data ...oviiiiiii e 645
E.6 D 1S T I - ) - P 646
E.7 DeviceParBatCh ... .. 646
E.8 LT 1= I P 647
E.9 PO P OW eI O O N e 647
R 0T 5 1 o PP 647
I O 5 T U | PP 648
E 12 P NOUL. e 649
g T T 1 11 o | PP 649
E. 14 PDOULIQ oot 650
E. 18 DeViCEEVEN o 650
E. 16 POrEVEN . e 650
S AV o YT 1 = o Yo PSP 651
B 18 JOD I O e 651
Annexe F (normative) Types de dONNEES .......couuiiiiiiiii e 652
F.A1 LT U= = 11 = 652
F.2 Types de données de base ... 652
F.2.1 GNETAlITES ot 652
F.2.2 B OO AN ..o e 652
F.2.3 L 1 a1 0=Y o = o 652
F.2.4 TN =T o =T o I PP 653
F.2.5 [ o = 1 37 P 655
F.2.6 S 11 o X PPN 656
F.2.7 O e S TING T et 656
F.2.8 LI L= PP 657
F.2.9 TIM e S PaAN T e e 658
F.3 TYPES A€ dONNEES COMPOSES ..uuieiiit it e et e e e e et e e et e e aeneans 659
F.3.1 LT LY =T L1 = PP 659
F.3.2 ATE Y T e 659



- 338 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

F.3.3 R OO AT e 660
Annexe G (normative) Structure de I'objet de données "Stockage de Données" ................. 663
Annexe H (normative) Conformité du Maftre et du Dispositif.............ccoooiiiiiiiiiiiin, 664

H.1 Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) ..........ccoiviiiiiiiiiiiineen, 664

H.1.1 GNETAlIIES ot 664

H.1.2 Conditions de fonctionnement..........ccoiiii 664

H.1.3 Criteres de performanCes ......couiiiiiiiiii e 664

H.1.4 Essais d'immunité eXigés ... 665

H.1.5 EsSais d'€miSSiON @XIg@S ..ouuiiiiiiiiii et 666

H.1.6 Configurations d'essai de Maltre. ..o 666

H.1.7 Configurations d'essai de Dispositifs ........c.coiiiiiiiiii 668

H.2 Stratégies d'essais de conformité...........oooeiiiiiiiiii 669

H.2.1 Essai d'un Dispositif ... ..o 669

H.2.2 ESSai d'UN Maltre .. ..o 670
Annexe | (informative) Probabilités d’erreurs résiduelles............ocoiiiiiiiii 671

1.1 Probabilité d’erreurs résiduelles du mécanisme d'intégrité des données

1T 0 PP 671

1.2 Conditions d'essais CEM d@riVEes ... 671
Annexe J (informative) Exemple d'une séquence de transmission d'ISDU.......................... 673
Annexe K (informative) Méthodes recommandées pour la détection de modifications
Lo LI o= 1= 0 0= 4= S 675

K.1 SIGNAtUIE CR O ... e 675

K.2 (070700 o1 (=T8T e [TV Z=T = Lo o 1= 675
L= 1 o 1o Yo =Y o1 o L= S 676
Figure 1 — Exemple de service confirmé ... ... 363
Figure 2 — Ordre de stockage en mémoire et de transmission pour des types de
doNNEEs @ base de MO T S ... s 363
Figure 3 — Exemple d'état imbriqUe ... 364
Figure 4 — Compatibilité de la SDCl avec I'EC 61131-2. ..o 365
Figure 5 — Domaine de la technologie SDCI au sein de la hiérarchie de I'automatisation .... 366
Figure 6 — Modele de Dispositif générique pour SDCI (vue du cb6té Maitre)..............co.ooneene. 367
Figure 7 — Relation entre nature des données et types de transmission..................coocoonnie. 368
Figure 8 — Transfert d'objets au niveau de la couche d'application (AL) .......cccovviiiiiiinneenn. 369
Figure 9 — Structure logique du Maitre et du Dispositif...........ccoiiiiiiii . 370
Figure 10 — Systéme de connexion a trois coNdUCLEUrS..........cooviiiiiiiiiiiii e 371
Figure 11 — Topologie de l'interface SDCl ..o 372
Figure 12 — Couche physique (Maitre) ... ... 372
Figure 13 — Couche physique (DiSPOSItif).......ccuiiiiii 373
Figure 14 — Schéma de référence du circuit d'attaque de laligne..............cooooiiiiiiiininnnns 375
Figure 15 — Schéma de référence du récepteur..........oouiiiiiiii i 376
Figure 16 — Schéma de référence pour le systéme de connexion a 3 conducteurs SDCI...... 376
Figure 17 — Définition des niveaux de teNSION ..o 377
Figure 18 — Seuils de commuUtation ..........coiiiiiii e 378
Figure 19 — Courant d’appel et charge (eXemple)........c.oiiiiiiiiiiii e 380

Figure 20 — Temps de mise sous tension pour Alimentation 1. 381



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 339 -

Figure 21 — Format d'une trame UART de l'interface SDCl..........ccoooiiiiiiiiiiiiiieeee,
Figure 22 — Diagramme en ceil pour la détection de "H' et 'L'.......ccoooiiiiiiiiiiiien,
Figure 23 — Diagramme en ceil pour la détection correcte d'une trame UART ....................
Figure 24 — Demande de réactivation..........coooiiii i
Figure 25 — Définition des classes d’Acces A et B,
Figure 26 — Vue de face de I'agencement des broches ..o

Figure 27 — Schéma de référence de la capacité effective de la ligne et de la

résistance de DOUCIE .. ... e
Figure 28 — Structure et services de la couche de liaison de données (Maitre) .................
Figure 29 — Structure et services de la couche de liaison de données (Dispositif).............
Figure 30 — Diagrammes d’états de la couche de liaison de données..............ccoeeiiiniennnns
Figure 31 — Exemple d'une tentative d'établissement de communication...........................
Figure 32 — Echec d'une tentative d'établissement de communication...............cc...cooove....
Figure 33 — Stratégie de nouvelle tentative d'établissement de communication.................
Figure 34 — ProCedUre de repli. ... e
Figure 35 — Diagramme d’états du module de traitement de mode DL du Maitre ...............
Figure 36 — Sous-machine 1 d'établissement de la communication ....................cocoeeeenn.
Figure 37 — Diagramme d’états du module de traitement de mode DL du Dispositif...........
Figure 38 — Séquences de messages SDCI ...
Figure 39 — Vue d’ensemble des types de séquence M.........ccooviiiiiiiiii i,
Figure 40 — Diagramme d’états du module de traitement des messages du Maitre............
Figure 41 — Sous-machine "Response 3" du module de traitement des messages ............
Figure 42 — Sous-machine "Response 8" du module de traitement des messages ............
Figure 43 — Sous-machine "Response 15" du module de traitement des messages...........
Figure 44 — Diagramme d’états du module de traitement des messages du Dispositif .......

Figure 45 — Mode d'entrelacement pour la transmission segmentée des Données de

e o T 1T U PP
Figure 46 — Diagramme d’états du module de traitement des Données de Processus du

= 4= PP
Figure 47 — Diagramme d’états du module de traitement des Données de Processus du

D 1= T 1 1 PPN
Figure 48 — Diagramme d’états du module de traitement de Données a la Demande du

= 4= PP
Figure 49 — Diagramme d’états du module de traitement de Données a la Demande du

D 1= T 1= | PPN
Figure 50 — Structure de I'ISDU ..o e
Figure 51 — Diagramme d’états du module de traitement des ISDU du Maitre .....................
Figure 52 — Diagramme d’états du module de traitement des ISDU du Dispositif.................
Figure 53 — Diagramme d’états du module de traitement des commandes du Maitre...........
Figure 54 — Diagramme d’états du module de traitement des commandes du Dispositif ......
Figure 55 — Diagramme d’états du module de traitement d'Evénements du Maitre ..............

Figure
Figure
Figure
Figure

56 — Diagramme d’états du module de traitement d'Evénements du Dispositif..........
57 — Structure et services de la couche d'application (Maitre)............ccoceeviiiiinnnn...
58 — Structure et services de la couche d'application (Dispositif) ..........ccccceeeiiniinnin.
59 — Diagramme d’états d'OD de la couche AL du Maitre............cooooiiiiiiiiiin.



— 340 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

Figure 60 — Diagramme d’états d'OD de la couche AL du Dispositif .........cccccoeeviiiiiiiiininio. 458
Figure 61 — Diagramme de séquence pour la transmission de Données a la Demande ....... 459
Figure 62 — Diagramme de séquence pour des Données a la Demande en cas

Lo Y o =T = S 460
Figure 63 — Diagramme de séquence pour des Données a la Demande en cas

A'eXPIration A Alai.....iu i 460
Figure 64 — Diagramme d’états d'Evénements de la couche AL du Maitre........................... 461
Figure 65 — Diagramme d’états d'Evénements de la couche AL du Dispositif ..................... 462
Figure 66 — Planification d'EVENEMENtS UNIQUES .........cooveeeeeieeeee e 463
Figure 67 — Diagramme de séquence pour des Données de Processus de sortie................ 464
Figure 68 — Diagramme de séquence pour des Données de Processus d'entrée................. 465
Figure 69 — Structure et services de la Gestion Systéme du Maitre.............coooviiiiinnn, 466
Figure 70 — Organigramme séquentiel du cas d'utilisation "Configuration d'Accés x"........... 467
Figure 71 — Diagramme d’états principal de la Gestion Systéme du Maitre ......................... 474
Figure 72 — Sous-machine de la SM du Maftre CheckCompatibility_1 ............cooeiiiiininn. 476
Figure 73 — Activité pour I'état "CheckVXy" ... 478
Figure 74 — Activité pour I'état "CheckCompV 10" .. . i 478
Figure 75 — Activité pour I'état "CheckComp" .. ..o 479
Figure 76 — Activité (écriture de paramétres) dans I'état "RestartDevice"............c..coeienenn. 479
Figure 77 — Sous-machine de la SM du Maftre checkSerNum_3 ............ccoiiiiiiiiiiin e, 480
Figure 78 — Activité (vérification du SerialNumber) pour I'état CheckSerNum_31................ 481
Figure 79 — Structure et services de la Gestion Systéme (Dispositif)............coceeiiiiiinnl. 482
Figure 80 — Organigramme séquentiel du cas d'utilisation

"INACTIVE — SIO — SDCI = Sl . e e e e e 483
Figure 81 — Diagramme d’états de la Gestion Systéme du Dispositif...........ccoooviiiiinnn. 490
Figure 82 — Organigramme séquentiel de démarrage ordinaire du Dispositif....................... 493
Figure 83 — Organigramme séquentiel du démarrage d'un Dispositif en mode

COMP At DIl . e e e 494
Figure 84 — Organigramme séquentiel du démarrage d'un Dispositif en cas d'échec de

=T oo T 4 o = 11 o Y111 €SP 495
Figure 85 — Structure et services d'un Dispositif .........ccoeeiiiiiiiiii 496
Figure 86 — Diagramme d’états du Gestionnaire de Paramétres (PM) ..........coccoeiiiiiiiiinnnns. 498
Figure 87 — Résultat positif et négatif d'une vérification de paramétre....................cooii. 501
Figure 88 — Téléchargement aval positif de Paramétre de bloc avec demande de

StOCKAGE GBS DONNEES ..t et 503
Figure 89 — Téléchargement aval négatif de Paramétre de bloc............cooviiiiiiiiini, 504
Figure 90 — Diagramme d’états du Stockage des Données (DS) ........ccoviiiiiiiiiiiinieneenn. 507
Figure 91 — Séquence du message de demande de Stockage des Données ....................... 508
Figure 92 — Synchronisation du CYCle.......c.iiniiiiii e 512
Figure 93 — Flux d'Evénements en cas d'€rreurs SUCCESSIVES ........cccuveeeeeeieeeeeeeieeeeeeeeenn. 519
Figure 94 — Temporisation de I'indicateur @ LED du Dispositif..............oooiiiis 520
Figure 95 — Relation générique entre technologie SDCI et technologie d'automatisation.....521
Figure 96 — Structure, applications et services d'un Maitre ...............cooiiiiiiiiiiiince e 522
Figure 97 — Modéle d'objet du Maitre et des ACCES .....oviiiiiiiii e 523

Figure 98 — Services SMI ... 524



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 341 -

Figure 99 — Coordination des applications d'un Maitre .............coooiiiiii i 553
Figure 100 — Diagramme de séquences de démarrage par l'intermédiaire du

Gestionnaire de Configuration ...... ... 555
Figure 101 — Diagramme d’états du Gestionnaire de Configuration.................cooooiiiinenn. 556
Figure 102 — Activité pour I'état "CheckPortMode 0" ... 560
Figure 103 — Principal diagramme d’états du mécanisme de Stockage des Données .......... 561
Figure 104 — Sous-machine "UpDownload_2" du mécanisme de Stockage des

D10 o1 1< Y= PP 562
Figure 105 — Sous-machine du Stockage des Données "Upload_7" ..........cooiiiiiiiiiiininnnnnns 563
Figure 106 — Diagramme de séquence du téléchargement amont de Stockage des

DO NS . e 563
Figure 107 — Sous-machine du Stockage des Données "Download_10".............cooeiiiinnenn. 564
Figure 108 — Diagramme de séquence du téléchargement aval de Stockage des

DO NS . 564
Figure 109 — Diagramme d’états de I'Echange de Données & la Demande .......................... 568
Figure 110 — Contrdle des flux DeviCeEVeNnt... ... ..o 569
Figure 111 — Contréle des flux Evénement d'ACCES.........cccueiiiieeeiieeeeee e, 570
Figure 112 — Propagation des informations de diagnostic SDCI au moyen

Lo B Y=Y =T 4 1= o 3PP 571
Figure 113 — Principes du mapping d'entrée de Données de Processus..........cccceeevvvennennnne. 572
Figure 114 — Informations du qualificatif d'Accés (PQI) ......ccooeiiiiiii e, 572
Figure 115 — Principes du mapping de sortie de Données de Processus.........ccccoeeiveniennaans. 573
Figure 116 — Propagation de I'état qualificatif de PD entre Maitre et Dispositif.................... 574
Figure 117 — Parametre actif et de sauvegarde.........cocooiiiiiiiiiii e 576
Figure 118 — Mise en Service hors Site ... ..o 577
Figure 119 — Modéle générique de Maitre pour l'intégration systéme .............cooeiiiiinnn. 582
Figure 120 — PDCT par I'intermédiaire de I'application passerelle............cccccoeviiiiiiiiinennn.. 584
Figure 121 — Exemple 1 de présentation de I'affichage d'un PDCT...........cooiiiiiiiiiiiiineenne, 584
Figure 122 — Exemple 2 de présentation de I'affichage d'un PDCT...........cooiiiiiiiiiines 585
Figure A.1 — Controle de SEQUENCE M ... ..o 586
Figure A.2 — Octet de Somme de contrdle/Type de séquence M ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiieineenne, 587
Figure A.3 — Octet de Somme de CoONtrole/Etat ..........cooiveeeeiiie e 588
Figure A.4 — Principe de calcul et de compression de la somme de contréle....................... 589
Figure A.5 — Séquence M de TYPE O ... e 590
Figure A.6 — Séquence M de TYPE 1 1 . e 591
Figure A.7 — Séquence M de TYPE 1 2 . e 591
Figure A.8 — Séquence M de TYPE 1 V. e 592
Figure A.9 — Séquence M de TYPE 2 1 e 592
Figure A.10 — Séquence M de TYPE 2 2 ... e 593
Figure A.11 — Séquence M de TYPE 2 3 .. 593
Figure A.12 — Séquence M de TYPE 2 4 . e 593
Figure A.13 — Séquence M de TYPE 2 5 . e 594
Figure A.14 — Séquence M de TYPE _2 V... 594
Figure A.15 — Temporisation de S€qUENCE M ... ... 598

Figure A.16 — Octet de "Service I"... ... 600



- 342 - IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

Figure A.17 — Vérification de l'intégrité des ISDU par I'intermédiaire de CHKPDU............... 603
Figure A.18 — Exemples de formats de demande d'ISDU ..., 603
Figure A.19 — Exemples d'ISDU de rEpONSe ... cu i 604
Figure A.20 — Exemples d'ISDU de demande de lecture et d'écriture ............occoeiiiiiiinni. 605
Figure A.21 — Structure du StatusCode de type 1 ....coiiiiiiii e 605
Figure A.22 — Structure du StatusCode de type 2 ... 606
Figure A.23 — Indication d'EvEnements activés ...............ccceiiiiiioiiiiieee e, 607
Figure A.24 — Structure du EventQualifier........coooiiiiiiii e 607
Figure B.1 — Classification et mapping des Paramétres Directs............ccocoviiiiiiiiiiiiiiinninns 609
Figure B.2 — MiNCyYCIETIME ..ot e 611
Figure B.3 — Capacité de séquence M ... 612
Figure B.4 — ReVISIONID ... e 613
Figure B.5 — ProcessDataln ... 613
Figure B.6 — Espace d'index pour des objets de données ISDU ..........ccocoiiiiiiiiiiinineenn. 615
Figure B.7 — Structure d'OffSetTime .. ... 626
Figure E.1 — Attribution des identifiants d'ArgBIOCK ..........cccoiiiiiiii e 639
Figure F.1 — Exemples de codage de petit UIntegerT ... 653
Figure F.2 — Exemples de codage de grand UlntegerT ..., 653
Figure F.3 — Exemples de codage de IntegerT ... 655
Figure F.4 — Accés singulier de StringT ... 656
Figure F.5 — Exemple de codage d'OctetStringT ........ooviiiiiiii e 657
Figure F.6 — Définition de TimeT ... oo 657
Figure F.7 — Exemple d'une structure de données ArrayT ... 659
Figure F.8 — Deuxiéme exemple (2) d'une structure de RecordT .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 661
Figure F.9 — Deuxiéme exemple (3) d'une structure de RecordT ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiicneen, 661
Figure F.10 — Demandes d'écriture pour I'Exemple 3 .. ... 662
Figure H.1 — Montage d'essai de décharges électrostatiques (Maftre)............cooeiiiiiinenn. 667
Figure H.2 — Montage d'essai de champ électromagnétique aux fréquences

FadiO@leCtriqUES (MaTtre) ... i e e et e e e e 667
Figure H.3 — Montage d'essai de transitoires rapides (Maftre).........ccoocooiiiiiiiiiiiiiin e, 667
Figure H.4 — Montage d'essai de fréquences radioélectriques en mode commun

(=YL (= T PSP 668
Figure H.5 — Montage d'essai de décharges électrostatiques (Dispositif) ..............cooeeienini. 668
Figure H.6 — Montage d'essai de champ électromagnétique (Dispositif) ............cooeiiiiiini. 669
Figure H.7 — Montage d'essai de transitoires rapides (Dispositif) ........ccoccoviiiiiiiiniinnnn. 669
Figure H.8 — Montage d'essai de fréquences radioélectriques en mode commun

D11 o Xo X7 1 {1 PPN 669
Figure 1.1 — Probabilité d’erreurs résiduelles du mécanisme d'intégrité des données

1T 0 PP 671
Figure J.1 — Exemple de transmissions d'ISDU (1 SUr 2) ......c.coiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 673
FIQUIE J.1 (2 SUFE 2) oot 674
Tableau 1 — Attributions des services du Maftre et du Dispositif.............ccoocoeiiiiiiinn. 373

Tableau 2 — PL_SetMOde ... .. e 374



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 — 343 -

Tableau 3 — PL_WaKeUD ..o e 374
Tableau 4 — PL_Trans er .. 374
Tableau 5 — Caractéristiques électriques d'un récepteur ..o 377
Tableau 6 — Caractéristiques électriques d'un Accés du Maitre...........c.oooeiiiiiiiiiinieeens 379
Tableau 7 — Caractéristiques électriques d'un Dispositif............ccooiiiiiiiiiii i, 380
Tableau 8 — Temps de mise SOUS tENSION ... 381
Tableau 9 — Caractéristiques dynamiques de la transmission ...............coooiiiiiiiiiinneanes 384
Tableau 10 — Caractéristiques de la demande de réactivation..................coooiiiiiiiinnns 385
Tableau 11 — Caractéristiques électriques d’'une Classe d'Acces B du Maitre ..................... 387
Tableau 12 — Connectique et affectation des broches du Maftre ...l 388
Tableau 13 — Connectique et affectation des broches du dispositif ...l 389
Tableau 14 — Caractéristiques du Cablage .........coouiiiiiiii e 389
Tableau 15 — Affectation des conducteurs du Cable ..........coooiiiiiiiiiiiii e 390
Tableau 16 — Attributions des services au sein du Mafitre et du Dispositif .......................... 393
Tableau 17 — DL_ReadParam .. ... 393
Tableau 18 — DL _WriteParam . ... e e e e 394
Tableau 19 — DL_REaAA . ..o e e e 395
Tableau 20 — DL WVt oo 395
Tableau 21 — DL_ISDUT T raNSPOrt . e e e ea e 396
Tableau 22 — DL _ISDUADOIT .. ... e e e e et 397
Tableau 23 — DL_PDOUtPULUPAAtE .....cvii e e 397
Tableau 24 — DL_PDOUtpUITIranSPOrt ... e 398
Tableau 25 — DL_PDInputUpdate........c.oiii e 398
Tableau 26 — DL_ P DI NpUITranspOrt ... e e e 399
TablEau 27 — DL _P D CYCIE .. it 399
Tableau 28 — DL_SetMOde. ... e 400
Tableau 29 — DL _MOG @ ... e e 401
Tableau 30 — DL _EVENt ... e 401
Tableau 31 — DL _EVeNtCONT .. e 402
Tableau 32 — DL _EVeN T rigQer ..o e e et 402
Tableau 33 — DL _CoNtrol ... e 402
Tableau 34 — Services DL-A au sein du Maitre et du Dispositif .............ccoooiiiiiiiins 403
TablEaU 35 — O e e 404
TaDIEAU 36 — P .. e 405
Tableau 37 — EVENtFIag ... 406
Tableau 38 — PDINSatUS ...t e 406
Tableau 39 — MHINTO ... e 406
BIE=] e =T O O @ ] N I o o PP PPN 407
LI Lo =T LU It e 1 N I o T 407
Tableau 42 — Caractéristiques des procédures et des nouvelles tentatives de

FEACTIV AT ON L. e 410
Tableau 43 — Caractéristiques temporelles du repli..........oooii e 411

Tableau 44 — Table de transitions d'états du module de traitement de mode DL du



— 344 — IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

Tableau 45 — Table de transitions d'états du module de traitement de mode DL du

D 1= T T | PP 417
Tableau 46 — Table de transitions d'états du module de traitement des messages du

1Y = TR =3 423
Tableau 47 — Table de transitions d'états du module de traitement des messages du

D 1= T 1= | PRSP 426
Tableau 48 — Table de transitions d'états du module de traitement des Données de

ProCeSSUS AU Maltre ... e e 429
Tableau 49 — Table de transitions d'états du module de traitement des Données de

Processus du Dispositif. . ..o e 430
Tableau 50 — Table de transitions d'états du module de traitement des Données a la

Demande dU MaTtre ... e e 432
Tableau 51 — Table de transitions d'états du module de traitement des Données a la

Demande du Dispositif. ... e 433
Tableau 52 — Définitions du FIOWCTRLL ....uaii e 435
Tableau 53 — Table de transitions d'états du module de traitement des ISDU du Maitre...... 436
Tableau 54 — Table de transitions d'états du module de traitement des ISDU du

D 1= T 1= | PPN 438
Tableau 55 — Codes de CONIIOIE .. ...t 439
Tableau 56 — Table de transitions d'états du module de traitement des commandes du

1Y = UL =3O 440
Tableau 57 — Table de transitions d'états du module de traitement des commandes du

D 1= T 1= | PPN 441
Tableau 58 — MEMOIre d'EVENEMENES .....ii oot 442
Tableau 59 — Table de transitions d'états du module de traitement d'Evénements du

1Y = TR =T 443
Tableau 60 — Table de transitions d'états du module de traitement d'Evénements du

D 1= T 1= 1 PPN 445
Tableau 61 — Services AL au sein du Maitre et du Dispositif............c.ooiiiiiiiiiiiinn . 447
Tableau 62 — AL _REaAM ... 447
Tableau B3 — AL _WWrite ..o 448
Tableau B4 — AL _ADOrt .. e e 449
Tableau 65 — AL _GetlnpuUL ... e 450
Tableau 66 — AL _NeWINPUL ... o e 451
Tableau 67 — AL _SetInpUL ..o e 451
Tableau B8 — AL P CYCIE ...t 451
Tableau 69 — AL_GetOULPUL ..o e 452
Tableau 70 — AL _NeWOULPUL ... e e 452
Tableau 71 — AL _SetOUIPUL .. ... e 453
Tableau 72 — AL _EVEN ... e 454
Tableau 73 — AL _CONtrOl ... 455
Tableau 74 — Etats et transitions pour le diagramme d’états d'OD de la couche AL du

Y Y L= T 456
Tableau 75 — Etats et transitions pour le diagramme d’états d'OD de la couche AL du

D 1= T 1= 1 PPN 458

Tableau 76 — Etats et transitions du diagramme d’états d'Evénements de la couche AL
Lo [U I 1Y =Y Y PSPPSR 461



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 — 345 -

Tableau 77 — Etats et transitions du diagramme d’états d'Evénements de la couche AL

Lo LI I T ] o Yo 1= 1 {1 PPN 462
Tableau 78 — Services SM au sein du Maltre ... 468
Tableau 79 — SM_SetPortConfig .....ccuu i 468
Tableau 80 — Définition de InspectionLevel (IL) ..o, 469
Tableau 81 — Définitions des Modes Cibles........ooouiiiiiiiiii e 470
Tableau 82 — SM_GetPortCoNTig. ... e 470
Tableau 83 — SM_POrtMOAE ... ... e e 471
Tableau 84 — SIM_OPEIate . .cu i 472
Tableau 85 — Table de transitions d'états de la Gestion Systéme du Maitre........................ 475
Tableau 86 — Table de transitions d'états de la sous-machine du Maitre

CheckCompPatibility 1 .o e e 477
Tableau 87 — Table de transitions d'états de la sous-machine du Maitre

Lol aT=Tod JES =T o AN 10T T PPN 480
Tableau 88 — Services SM au sein du Dispositif.........coouiiiii i, 484
Tableau 89 — SM_SetDeViCEC OM . ... e 484
Tableau 90 — SM_GetDeViCe@COM ... .. e 485
Tableau 91 — SM_SetDeviceldent .........ooiiii 486
Tableau 92 — SM_GetDeVIiCeldeNt.........iiii e 487
Tableau 93 — SM_SetDeVviCeMOde ... 488
Tableau 94 — SM_DeVICEMOUE ... e 488
Tableau 95 — Table de transitions d'états de la Gestion Systéme du Dispositif.................... 491
Tableau 96 — Table de transitions d'états du diagramme d’états du PM ...................co.ll 499
Tableau 97 — Définitions des vérifications de parameétre ... 502
Tableau 98 — Etapes et régles pour la vérification de Paramétre de bloc ................cccvee.... 504
Tableau 99 — Réponses hiérarchisées de I'lSDU sur les paramétres de commande............. 505
Tableau 100 — Table de transitions d'états du diagramme d’états de Stockage des

D10 o1 1< Y= PP 507
Tableau 101 — Vue d’ensemble des options de réinitialisation et de leur impact sur les

D 1S 0T X | PP 513
Tableau 102 — Vue d’ensemble des constantes de protocole pour les Dispositifs................ 516
Tableau 103 — Classification d'incidents de diagnostics de Dispositifs ............ccccociiiiiinni. 518
Tableau 104 — Temporisation pour des indicateurs @ LED............cccooiiii i, 520
Tableau 105 — Services SMI ... e 524
Tableau 106 — SMI_Masterldentification ............ccoooiii i, 527
Tableau 107 — SMI_PortConfiguration ...........ccooiiiiii e 528
Tableau 108 — SMI_ReadbackPortConfiguration .............coiiiiiiii 529
Tableau 109 — SMI_PortStatus ... e 531
Tableau 110 — SMI_D ST OPAISEIV ...ouiiiii e e 532
Tableau 111 — SMI_ParServToDS ... 534
Tableau 112 — SMI_DeVIiCeWIIte ... 535
Tableau 113 — SMI_DeVIiCeRead ..... ..o e 536
Tableau 114 — SMI_ParamWriteBatCh............oooiiiii e 538
Tableau 115 — SMI_ParamReadBatCh............cooiiiiii e, 540

Tableau 116 — SMI_PortPowerOffOn ..., 541



— 346 — IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

Tableau 117 — SMI_DeVICEEVENT . ... e 542
Tableau 118 — SMI_POrEVENt ... . e 543
Tableau 119 — SMI P DN oo e e e e e et et e e 544
Tableau 120 — SMI_PDOUL ....uii e e e e et et ea s 546
Tableau 121 — SMI_PDINOUL ..o e e e ettt et e e 547
Tableau 122 — SMI_PDINIQ .....ooi e 548
Tableau 123 — SMI_PDOULIQ - ..o 550
Tableau 124 — SMI_PDReadbackOuUIQ ..o e 551
Tableau 125 — Variables internes et Evénements contrdlant les applications d'un

= 4 = T PP PPRPRR 553
Tableau 126 — Table de transitions d'états du Gestionnaire de Configuration...................... 556
Tableau 127 — Etats et transitions des diagrammes d’états de Stockage des Données ....... 565
Tableau 128 — Table de transitions d'états du diagramme d’états de I'ODE......................... 568
Tableau 129 — Niveaux de sauvegarde recommandés du Stockage de Données................. 578
Tableau 130 — Critéres des paramétres de sauvegarde ("Sauvegarde/Restauration") ......... 579
Tableau 131 — Critéres des paramétres de sauvegarde ("Restauration")................c.cooennil 580
Tableau A.1 — Valeurs du canal de communication ............ccoooiiiiiiiiiii e 586
Tableau A.2 — Valeurs de R/ ... e 587
Tableau A.3 — Valeurs de types de séquence M..... ... 587
Tableau A.4 — Types de données pour les données utilisateur...............c.ooiiiiiin. 588
Tableau A.5 — Valeurs d'état des PD ... 588
Tableau A.6 — Valeurs du drapeau d’EVENemMENt.............cooiiiiiiieiiee e, 589
Tableau A.7 — Types de séquence M pour le mode STARTUP ... 595
Tableau A.8 — Types de séquence M pour le mode PREOPERATE..........ccooiiiiiiiiiiinienns 595
Tableau A.9 — Types de séquence M pour le mode OPERATE (protocole hérité) ................ 595
Tableau A.10 — Types de séquence M pour le mode OPERATE ... 596
Tableau A.11 — Valeurs recommandées de MinCycleTimes .........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiee 598
Tableau A.12 — Définition du "Service I" réduit (quartet) ...........coooiiiiiiiiii i, 600
Tableau A.13 — Syntaxe des ISDU ... 601
Tableau A.14 — Définition de la longueur réduite (quartet) et de la longueur étendue

d'octet EXILENGEN .o 601
Tableau A.15 — Utilisation des formats d'INdeX. ... 602
Tableau A.16 — Mapping des EventCodes (type 1) ...ccuviriiiiiiiii i 606
Tableau A.17 — Valeurs de "INSTAN CE" ... e 607
Tableau A.18 — Valeurs de "SOUR CE" ... e 608
Tableau A.19 — Valeurs de "TY PE" .. e 608
Tableau A.20 — Valeurs de "MODE" ... ... e e 608
Tableau B.1 — Pages 1 et 2 de Parameétres DireCts .........ooviiiiii i, 610
Tableau B.2 — Types de MasterCommands ... ..ot 611
Tableau B.3 — Valeurs possibles de MasterCycleTime et de MinCycleTime..............cccceunee. 612
Tableau B.4 — Valeurs de ISDU ... e e e 612
Tableau B.5 — Valeurs de SIO ... .o 614
Tableau B.6 — Combinaisons admises de BYTE (octet) et Length (longueur) ...................... 614

Tableau B.7 — Régles de mise en ceuvre des paramétres et commandes..............c..co.o.ce.e. 616



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 — 347 -

Tableau B.8 — Attribution des Index d'objets de données (paramétres de Dispositif) ........... 616
Tableau B.9 — Codage d'une SystemCommand (ISDU) ........coooiiiiiiiiiiii e 619
Tableau B.10 — Attributions de DataStoragelndex ..........cooiiiiiiiiiiiii 620
Tableau B.11 — Structure de I'Index_List........cooiiiiii e 621
Tableau B.12 — Possibilités de verrouillage du Dispositif...........ccooeiiiiiiiiiee, 622
Tableau B.13 — Parameétre DeviceStatus . ... ..o 625
Tableau B.14 — DetailedDeviceStatus (Index OX0025) .........couuiiiiiiiiiiiiiii e 626
Tableau B.15 — Codage de la base de temps et valeurs d'OffsetTime ...........c.cooviiiiiinnni. 627
IE= o] oY= T I O B = o ol 14 o Y=Y PP 628
Tableau C.2 — ErrorTYPes AérIVES. ..o 631
Tableau C.3 — ErrorTypes relatifs @ 1a SMI.. ... 632
Tableau D.1 — EventCodes pour les DispoSitifS.......cccoviiiiiiiiiiiii e, 634
Tableau D.2 — EveNtCodes POUN 188 ACCES ...ouiiuiiiiiiiiiie e e 637
Tableau E.1 — ArgBlock types et leurs ArgBIOCKID .........ooouiiiiiii e 640
Tableau E.2 — Masterldent . ... e 641
Tableau E.3 — PortConfigList .......oouiiiiii e 642
Tableau E.4 — PortStatusList ... 644
Tableau E.5 — On-request_Data.... ... 645
Tableau E.6 — DS Data ... e 646
Tableau E.7 — DeviceParBatCh ... 646
Tableau E.8 — INdeXList ... 647
Tableau E.9 — PortPowerOffON .. ..o 647
Tableau E. 10 — P IN ... e 648
Tableau E. 11 — PDOUL ... e e e et et e 648
Tableau E.12 — PDINOUL ... e e et et et et eea s 649
Tableau E. 13 — PDINIQ ... e e e 650
Tableau E. 14 — PDOULIQ ....oiiiiiie e e et e e et e et e et e et e ea s 650
Tableau E. 15 — DeVICEEVENT .. ... e 650
Tableau E. 16 — POMEVENT .. ... e 651
Tableau E. 17 — VOIdBIOCK ... e 651
Tableau E. 18 — JOD EITOr .. 651
Tableau F.1 — BOOIEaNT ... e 652
Tableau F.2 — Codage BooleanT .. ... e 652
Tableau F.3 — UIN e gerT ..o ettt et ea s 653
Tableau F.d — INte eI T et 653
Tableau F.5 — Codage de IntegerT (8 OCtetS) ...c.iiuiiiiiiiii e 654
Tableau F.6 — Codage de IntegerT (4 0CtetS) ... 654
Tableau F.7 — Codage de IntegerT (2 0CtetS) ... 654
Tableau F.8 — Codage de IntegerT (1 0Ctet)....cin i 654
Tableau F.O — Floatd 2T oo i e ettt et et e aa s 655
Tableau F.10 — Codage de FIoat32T ... i 655
Tableau F.dd — String T oo e e ettt 656

Tableau F.12 — OCtetStriNg T .. e e 657



— 348 — IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022

Tableau F.d8 — TimMe T .ottt 657
Tableau F.14 — Codage de TimeET ... e e e 658
Tableau F. 15 — Time S panT .o 658
Tableau F.16 — Codage de TimeSpanT ... e 658
Tableau F.17 — Régles de structuration d'ArrayT ... 659
Tableau F.18 — Exemple d'Accés a un type ArrayT ... 659
Tableau F.19 — Régles de structuration de RecordT ........cooiiiiiiiiiiiii e 660
Tableau F.20 — Premier exemple 1 d'Accés a un RecordT .......ccoiiiiiiiiiiiiii e, 660
Tableau F.21 — Premier exemple 2 d'Accés a un RecordT .......ccooiiiiiiiiiiici e, 661
Tableau F.22 — Premier exemple 3 d'Accés a un RecordT ..o, 661
Tableau G.1 — Structure de I'objet de données DS enregistré ... 663
Tableau G.2 — Informations d'en-téte associées aux objets de données DS enregistrés...... 663
Tableau H.1 — Conditions d'essai CEM pour l'interface SDCIl...........coooiiiiiiiiiiiee, 665
Tableau H.2 — Niveaux d'essais CEM ... e 665

Tableau K.1 — Polynémes générateurs de CRC COrrects ........ooooiiiiiiiiiiiieeeee 675



IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 — 349 -

1)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AUTOMATES PROGRAMMABLES -

Partie 9: Interface de communication numérique point a point
pour petits capteurs et actionneurs (SDCI)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent également aux
travaux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de 'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de 'lEC,
ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'|EC peuvent faire I'objet
de droits de brevet. L’'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de
brevets.

L'IEC 61131-9 a été établie par le sous-comité 65B: Equipements de mesure et de controle-
commande, du comité 65 de I'lEC: Mesure, commande et automation dans les processus
industriels. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition parue en 2013. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) les exigences relatives a la Classe d'Accés B ont été redéfinies;

b) les bonnes pratiques relatives au Stockage des Données (sauvegarde des parameétres du

Dispositif) et aux fonctions de réinitialisation d'un Dispositif ont été ajoutées;
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c) une nouvelle Interface Normalisée du Maitre (SMI) pour I'Accés au PLC, IT et un outil
technique ont été ajoutés.

Le texte de la présente Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
65B/1218/FDIS 65B/1219/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue utilisée pour le développement de la présente Norme internationale est I'anglais.

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles
sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés
par I'lEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61131, publiées sous le titre général Automates
programmables, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous http://webstore.iec.ch dans les données relatives
au document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la page de couverture de ce document
indique qu'il contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a une bonne
compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer ce
document en utilisant une imprimante couleur.



http://www.iec.ch/members_experts/refdocs
http://www.iec.ch/standardsdev/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu

IEC 61131-9:2022 © |IEC 2022 - 351 -

INTRODUCTION

0.1 Généralités

L'IEC 61131-9 fait partie d'une série de normes relatives aux automates programmables et aux
périphériques associés, et il convient de la lire conjointement avec les autres parties de la série.

En cas de conflit entre la présente norme et d'autres normes IEC (a I'exception des normes
fondamentales de sécurité), il convient de considérer les dispositions du présent document qui
régissent le domaine des automates programmables et leurs périphériques associés.

L'utilisation accrue des microcontréleurs intégrés dans des capteurs et actionneurs de faible
colit a été I'occasion d'ajouter des données de diagnostic et de configuration permettant de
prendre en charge les exigences croissantes des applications.

Le moteur premier de la technologie SDCI (I0-Link™ 1) est la nécessité pour ces capteurs et
actionneurs de faible colt d'échanger ces données de diagnostic et de configuration avec un
contréleur (PC ou Automate programmable) en utilisant une technologie de communication
numérique peu onéreuse tout en préservant une rétrocompatibilité avec les signaux DI/DO
courants.

Au sein des concepts de bus de terrain, la technologie SDCI définit une interface générique
pour la connexion de capteurs et d'actionneurs a une unité Maitre, qui peut étre associée a des
fonctionnalités de passerelle pour constituer un nceud déporté d'E/S de bus de terrain.

Tout Dispositif conforme SDCI peut étre relié a un Accés disponible quelconque de l'interface
du Maitre. Les Dispositifs conformes SDCI réalisent en leur sein une conversion physique en
numérique, puis en communiquent directement le résultat en format normalisé au moyen d'une
"commutation codée" de la ligne de signalisation d'E/S 24 V, rendant ainsi inutile 'utilisation de
divers modules DI, DO, Al, AO et d'une multitude de cables.

La topologie physique est réalisée en point a point de chaque Dispositif vers le Maitre au moyen
de trois conducteurs sur des distances allant jusqu'a 20 m. L'interface SDCI physique est
rétrocompatible avec la signalisation E/S 24 V classique définie dans I'lEC 61131-2. Elle
permet des vitesses de transmission de 4,8 kbit/s, 38,4 kbit/s et 230,4 kbit/s.

Le Maitre de l'interface SDCI détecte, identifie et gére les Dispositifs branchés aux Accés de
I'interface.

Des outils permettent d'associer les Dispositifs a leurs Descriptifs de Dispositifs d'E/S
électroniques (I0ODD - I/O Device Description) ainsi que leur configuration ultérieure pour qu'ils
correspondent aux exigences des applications.

La technologie SDCI définit trois différents niveaux de fonctionnalités de diagnostic: pour une
réaction immédiate par des besoins automatisés au cours de la phase de production, pour une
réaction a moyen terme par intervention de l'opérateur ou pour la mise en service et la
maintenance a long terme sur la base d'informations de diagnostic étendues.

La structure du présent document est décrite en 4.8.

1 1O-Link™ est une marque commerciale de "|O-Link Community". Cette information est fournie pour la commodité
des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que I'lEC recommande I'emploi exclusif de la marque
ou de I'un quelconque de ses produits. La conformité au présent document ne nécessite pas I'utilisation des logos
déposés pour 10-Link™. L’utilisation des logos déposés pour 10-LinkTM nécessite I'autorisation du "lO-Link
Community".
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La conformité a I''EC 61131-9 ne peut pas étre revendiquée si les exigences de I'"Annexe H ne
sont pas satisfaites.

Les termes d'ordre général sont définis dans I'lEC 61131-1 ou dans la série IEC 60050 [1]2.
Les termes plus spécifiques sont définis dans le présent document.

0.2 Déclaration de propriété

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) attire I'attention sur le fait qu'il est déclaré
que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer I'utilisation d'un
brevet. L'IEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits
de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a I'lEC qu'il consent a négocier des
licences avec des demandeurs du monde entier a des termes et conditions raisonnables et non
discriminatoires. A ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée
a I'lEC. Des informations peuvent étre obtenues dans la base de données des droits de
propriété, disponible a l'adresse suivante: http://patents.iec.ch.

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document
peuvent faire I'objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été enregistrés dans la base
de données des droits de propriété. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de
I'identification de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

2 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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Partie 9: Interface de communication numérique point a point
pour petits capteurs et actionneurs (SDCI)

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 61131 spécifie une technologie d'interface de communication
numérique point a point pour petits capteurs et actionneurs — SDCI — (généralement connue
sous l'appellation 10-Link™3). Elle permet d'étendre les interfaces classiques d'entrées et de
sorties numériques (telles que définies dans I'lEC 61131-2) en une liaison de communication
point a point pour I'échange de données complexe dans les deux sens. Cette technologie
permet également de transférer des parameétres aux Dispositifs et de fournir au systeme
d'automatisation des informations de diagnostic et d'identification depuis les Dispositifs.

Cette technologie est principalement destinée a l'utilisation en automatisation d'usine avec de
simples capteurs et actionneurs intégrant de petits microcontréleurs économiques.

Le présent document spécifie les services et le protocole de communication SDCI (couche
physique, couche de liaison de données et couche Application conformément au modele de
référence 1ISO/OSI) pour les Maitres et Dispositifs SDCI.

Le présent document inclut également des exigences d'essai CEM.

Le présent document ne couvre pas les interfaces ou systémes de communication comportant
des connexions multipoints ou a liaisons multiples, ou encore l'intégration de SDCI dans des
systémes de niveau supérieur tels que les bus de terrain.

2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule
I’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60664 (all parts), Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie
électrique a basse tension

IEC 60947-5-2, Appareillage a basse tension— Partie 5-2: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité

IEC 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

3 |O-Link™ est une marque commerciale de "|O-Link Community". Cette information est fournie pour la commodité
des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que I'lEC recommande I'emploi exclusif de la marque
ou de I'un quelconque de ses produits. La conformité au présent document ne nécessite pas I'utilisation des logos
déposés pour 10-Link™. L’utilisation des logos déposés pour 10-LinkTM nécessite I'autorisation du "lO-Link
Community".
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IEC 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

IEC 61000-4-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d’essai et de
mesure — Essai d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

IEC 61000-4-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d’essai et de
mesure — Essai d’immunité aux ondes de choc

IEC 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

IEC 61000-4-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d’'essai et
de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de tension
pour les appareils a courant d'entrée inférieur ou égal a 16 A par phase

IEC 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2: Normes
génériques — Norme d'immunité pour les environnements industriels

IEC 61000-6-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-4: Normes
génériques — Norme sur I'émission pour les environnements industriels

IEC 61076-2-101, Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit —
Partie 2-101: Connecteurs circulaires — Spécification particuliére pour les connecteurs M12 a
vis

IEC 61010-2-201 Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation
et de laboratoire — Partie 2-201: Exigences particulieres pour les équipements de commande

IEC 61131-1, Automates programmables — Partie 1: Informations générales

IEC 61131-2, Mesurage et contrble des processus industriels — Automates
programmables — Partie 2: Exigences et essais des équipements
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